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(54) Vorrichtung fiir eine prazise Kontaktfilhrung bei Leiterplattensteckverbindungen

(57)  Fur eine prazise Kontaktfiihrung von Kontakt-
bahnen (3) auf einer Leiterplatte (1) und elektrischen
Kontakten (19) in einem Leiterplatten-Steckverbinder
(10), wird vorgeschlagen, innerhalb des Steckschlitzes
(12) des Leiterplatten-Steckverbinders eine Andruckfe-

1b

der (20) anzuordnen, die den Steckbereich (2) der Lei-
terplatte (1) vor der elektrischen Kontaktierung, mecha-
nisch in eine Position auslenkt, in der eine passgenaue
Ubereinstimmung der jeweiligen Kontakte (3, 19) zu er-
warten ist.

§ |
13

AN
)

~

Ry
7

et

/ 7/
% - |

¥ 1b_,x

il — B
— 20
— 11

T~ 1

PJ x
10

19

Fig. 1a

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)



1 EP 1 801 921 A2 2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung fir eine
prazise Kontaktfuhrung von Kontaktbahnen auf einer
Leiterplatte zu elektrischen Kontakten in einem Leiter-
plattensteckverbinder, sowie eine Vorrichtung flr eine
prazise Kontaktfihrung von Kontaktbahnen auf einem
Steckverbinder-Adapter, zu elektrischen Kontakten in ei-
nem Leiterplatten-Steckverbinder.

[0002] Eine derartige Vorrichtung wird benétigt, um ei-
ne mechanisch exakte Fiihrung von auf einer Leiterplatte
angeordneten Kontaktbahnen zu den in einem Steckver-
binder gefiihrten elektrische Kontakten sicherzustellen.

Stand der Technik

[0003] Allgemeine direkte Steckverbindungen zwi-
schen Leiterplatten und dazu vorgesehenen Leiterplat-
ten-Steckverbindern weisen bei einem relativ grof3en
Kontaktraster (> 1 mm) kaum Toleranzprobleme zwi-
schen den Kontakten auf der Leiterplatte zu den elektri-
schen Kontakten innerhalb des Steckverbinders auf.
Wird das Kontaktraster jedoch verkleinert, ist eine erh6h-
te Prazision bei der Leiterplattenfertigung erforderlich,
was zwangslaufig hdhere Kosten nach sich zieht. Anson-
sten kdnnen Fehlsteckungen aufgrund der relativ grof3en
Fertigungstoleranzen bei den bisher tUblichen Leiterplat-
ten zu den exakter geflihrten Kontakten im Steckverbin-
der kaum vermieden werden.

Aufgabenstellung

[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art dahin-
gehend auszubilden, dass unter Berticksichtigung der
groben Fehlertoleranzen bei der Leiterplattenfertigung
eine gréRtmagliche mechanische Ubereinstimmung der
Lage der Kontakte auf der Leiterplatte mit den Kontakten
im Leiterplatten-Steckverbinder erzielt wird.

[0005] Diese Aufgabe wird dadurch gel6st, dass in
dem Leiterplatten-Steckverbinder eine Andruckfeder an-
geordnet ist, die wahlweise den Steckbereich der Leiter-
platte oder des Steckverbinder-Adapters gegen einen
Anlagebereich derartig mit einem seitlichen Druck beauf-
schlagt, dass eine exakte Positionierung der Kontaktbah-
nen auf der Leiterplatte zu den elektrischen Kontakten
im Leiterplatten-Steckverbinder erfolgt.

[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Anspriichen 2 - 5 angegeben.

[0007] Die mit der Erfindung erzielten Vorteile beste-
hen insbesondere darin, dass die relativ groben MaRto-
leranzen, die fertigungsbedingt bei der Herstellung eines
Steckbereiches an einer Leiterplatte scheinbar nicht un-
terschritten werden kénnen, mittels einer erfindungsge-
méaRen Andruckfeder so weit minimiert werden, dass
auch abstandsmaRig eng beieinander angeordnete
Buchsenkontakte im Leiterplatten-Steckverbinder prazi-
se kontaktiert werden. Werden die Leiterbahnkontakte
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zu den Buchsenkontakten nicht exakt gefuhrt, sind Fehl-
steckungen bzw. im Extremfall Kurzschliisse unvermeid-
bar. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Steckbe-
reich einer Leiterkarte in den Steckschlitz eines Leiter-
platten-Steckverbinders eingeschoben wird, und keine
definierte FUhrung der Leiterplatte zum Steckverbinder
vorgesehen ist, respektive der elektrischen Kontakte zu-
einander. Denn auch in der Langsausdehnung des
Steckschlitzes sind wiederum Maftoleranzen enthalten.
Werden jedoch Kontaktabsténde kleiner 1 mm benétigt,
so kénnen von den Leiterplattenherstellern nicht mehr
die bendtigten engen Toleranzen garantiert werden.
[0008] Damitist eine prazise Fiihrung der Leiterplatte
in einem Steckergehause erforderlich, sowie eine zumin-
dest enge Tolerierung der ersten Kontaktbahn zu seiner
Anlagekante.

So ist vorgesehen, den Leiterplatten-Steckverbinder in-
nerhalb seines Steckschlitzes mit einem Anlagebereich
auszustatten, dem gegeniber eine einseitig wirkende
Druckfeder angeordnet ist.

Bei Steckvorgang wird die Leiterplatte mit ihrem Steck-
bereich in den trichterférmigen Steckschlitz eingesetzt.
Dabei wird der Steckbereich an einer der Seitenkanten
von der Feder erfasst und mit seiner Anlagekante gegen
den Anlagebereich auf der gegeniiberliegenden Seite im
Steckschlitz gedriickt. Dabei istjedoch noch kein Kontakt
zwischen den Leiterbahnen auf der Leiterplatte und den
Buchsenkontakten im Steckerkorper erfolgt.

Erst beim weiteren Einschieben der Leiterplatte langs
des Anlagebereiches und des weiter aufrechterhaltenen,
seitlichen Federdruckes, erfolgt die Kontaktierung.

Da die Maf3toleranz zwischen der Anlagekante und der
ersten Kontaktbahn wesentlich geringer ist als die
MaRtoleranz zur entgegengesetzten Kante des Steck-
bereiches und die Absténde der einzelnen Kontaktbah-
nen ebenfalls recht genau tolerierbar sind, ist mit einem
Andruck der Feder eine vorteilhafte, prazise Fiihrung der
Kontaktbahnen zu den Buchsenkontakten sicher ge-
stellt.

Wobei die Andruckfeder nicht nur als separate metalli-
sche Feder, sondern auch als angespritzte Federim Iso-
lierkorper des Leiterplatten-Steckverbinders angeordnet
sein kann.

Ausfiihrungsbeispiel
[0009] EinAusfiihrungsbeispiel der Erfindungistinder

Zeichnung dargestellt und wird im folgenden naher er-
lautert. Es zeigen:

Fig.1 eine Ansicht eines Steckbereiches einer Leiter-
platte beim Einfligevorgang in einen Leiterplat-
ten-Steckverbinder,

Fig. 2  eine Ansicht eines Steckbereiches einer Leiter-

platte im gesteckten Zustand mit dem Leiter-
platten-Steckverbinder,
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Fig. 3  eine Ansicht einer Leiterplatte mit einem Steck-
verbinder-Adapter beim Einfugevorgang mit
dem Leiterplatten-Steckverbinder, und

Fig. 4  einen Ausschnitt mit einer extremen Fehlstel-
lung der Leiterplatte gegenliber dem Leiterplat-

ten-Steckverbinder.

[0010] In der Fig. 1 ist eine Anordnung von einer Lei-
terplatte 1 fir eine direkte Steckung mit einem Leiterplat-
ten-Steckverbinder 10 gezeigt.

Dabei zeigt die Fig. 1a eine Sicht auf die Leiterplatte 1
mit darauf nebeneinander aufgebrachten elektrischen
Kontaktbahnen 3, sowie den Isolierkdrper 11 in dem die
elektrischen Kontakte 19 nebeneinander angeordnet
sind. Weiterhin ist eine Andruckfeder 20 mit ihrem Fe-
derfuly 22 in einer (")ffnung 17 im Isolierkérper, hier auf
der rechten Seite, gehalten.

Die Andruckfeder 20 ist zunachst leicht in den Steckbe-
reich im Steckschlitz 12 hinein gebogen, mit einem halb-
kreisformigen Bogen 23 als Andruckflache, verlauft an-
schlielend entgegengesetzt etwa um 45° zur Senkrech-
ten und mindetin einem hakenférmigen Ende 24 in einer
Nut 18 im Isolierkérper des Leiterplatten-Steckverbin-
ders. Dabei ist die Breite der Nut 18 auf den Schiebeweg
der Andruckfeder abgestimmt, so dass das hakenférmi-
ge Ende 24 im Extremfall an der Gehausewand anliegt.
[0011] Wird die Leiterplatte in den Steckschlitz 12 des
Buchsensteckers gemal Fig. 1 a eingefiihrt, so kommt
der Steckbereich 2 zunachst mit der seitlichen Abschra-
gung 4 und anschlieend mit der Seitenkante 5 mit dem
Federbogen 23 der Andruckfeder 20 in Kontakt. Damit
driickt die Andruckfeder so gegen die Seitenkante 5,
dass der Steckbereich letztlich mit der gegeniiberliegen-
den Anlagekante 6 gegen den Anlagebereich 16 ge-
driickt wird.

Dabei steckt die Andruckfeder 20 senkrecht in einer Off-
nung 17 auf der hier rechten Seite des Steckschlitzes 12.
[0012] Die Fig. 1 b zeigt in einen Schnitt quer zum
Steckbereich, wie die Leiterplatte mit dem Steckbereich
2 in eine trichterférmige Offnung 14 des Steckschlitzes
12 in Richtung der tulpenférmigen Kontakte 19 einge-
schoben wird.

Damit ist sichergestellt, dass die auf der Leiterplatte auf-
gebrachten Kontakte zunachst mit den im Buchsenstek-
kergehause angeordneten elektrischen Kontakten fluch-
ten und beim weiteren Einschieben exakt und prazise
miteinander kontaktieren.

[0013] Inder Fig. 2 ist der weitere Steckvorgang, bzw.
die komplett eingeschobene Leiterkarte im Leiterplatten-
Steckverbinder gezeigt. Der Einsteckbereich 2 der Lei-
terplatte 1 liegt aufgrund der Druckkraft der Andruckfeder
20 mit der Anlagekante 6 fest an dem Anlagebereich 16
an, so dass die elektrischen Kontakte 19 exakt die Kon-
taktbahnen 3 auf der Leiterplatte kontaktieren.

[0014] Die Fig. 3 a,b zeigt eine Steckverbindervarian-
te, bei der die Leiterplatte (1) fest mit einem Steckver-
binder-Adapter 25 verbunden ist, dessen Steckseite 26
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so gestaltet ist, dass er ebenfalls in den Steckschlitz 12
des bereits beschriebenen Leiterplatten-Steckverbin-
ders 10 einfligbar ist.

Dabei zeigt Fig. 3a eine Sicht auf die gesteckte Adapter-
Variante mit einem Teilschnitt des Leiterplatten-Steck-
verbinders, wahrend die Fig. 3b eine perspektivische An-
sicht mit einem Langsschnitt durch die Steckverbinder-
variante darstellt.

Obwohl die Fertigung eines derartigen Steckverbinders
in Bezug auf die Maftoleranzen wesentlich genauer er-
folgt, ist die Formgebung der oben beschriebenen Lei-
terplatte angepasst, so dass eine Leiterplatte ohne, wie
auch mit dem speziellen Steckverbinder-Adapter mit der
Andruckfeder 20 passgenau in den Leiterplatten-Steck-
verbinder 10 eingesetzt werden kann.

[0015] InderFig.4istineinem Ausschnitteine extreme
Fehlstellung der Kontaktbahnen 3 auf der Leiterplatte 1
zu den elektrischen Kontakten 19 im Leiterplatten-Steck-
verbinder 10 dargestellt. Und zwar in dem Augenblick,
wenn der Steckbereich 2 der Leiterplatte derartig versetzt
in den Steckschlitz 8 eingefligt wird, das die Andruckfe-
der 16 extrem ausgelenkt wird und mit dem hakenformi-
gen Ende 18 an die Begrenzung in der Nut 13 anschlagt.
Dazu hatdie Andruckfeder 16 die Aufgabe, den Einsteck-
bereich 2 noch wahrend des Steckvorganges und vor
dem Kontaktieren der elektrischen Kontakte, so gegen
den Anlagebereich 16 zu positionieren, dass eine pass-
genaue Ubereinstimmung der jeweiligen Kontakte si-
chergestelltist und daran anschlieRend die weitere Stek-
kung der Leiterplatte bis zum Anschlag erfolgt.

Patentanspriiche

1. Vorrichtung fir eine prazise Kontaktfihrung von
Kontaktbahnen (3) auf einer Leiterplatte (1) zu elek-
trischen Kontakten (19) in einem Leiterplatten-
Steckverbinder (10), dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Leiterplatten-Steckverbinder (10) eine
Andruckfeder (20) angeordnet ist, die den Steckbe-
reich (2) der Leiterplatte (1) gegen einen Anlagebe-
reich (16) derartig mit einem seitlichen Druck beauf-
schlagt, dass eine exakte Positionierung der Kon-
taktbahnen (3) auf der Leiterplatte (1) zu den elek-
trischen Kontakten (19) im Leiterplatten-Steckver-
binder (10) erfolgt.

2. Vorrichtung fiir eine prazise Kontaktfiihrung von
Kontaktbahnen (3) auf einem Steckverbinder-Adap-
ter (25), zu elektrischen Kontakten (19) in einem Lei-
terplatten-Steckverbinder (10), dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die Steckseite (26) eines mit einer Leiterplatte
(1) fest verbundenen Steckverbinder-Adapters (25)
beim Steckvorgang mit dem Leiterplatten-Steckver-
binder (10) mittels einer im Leiterplatten-Steckver-
binder (10) angeordneten Andruckfeder (20) gegen
den der Andruckfeder (20) gegentiberliegenden An-
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lagebereich (16) gedriickt wird, wobei eine exakte
Positionierung der Kontaktbahnen auf dem Steck-
verbinder-Adapter (25) zu den elektrischen Kontak-
ten im Leiterplatten-Steckverbinder (10) erfolgt.

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass die Andruckfeder (20) seitlich im Steckschlitz
(12) des Leiterplatten-Steckverbinders (10) ange-
ordnetist und gegen eine Seitenkante (5) des Steck- 10
bereiches (2) der Leiterplatte (1) oder des Steckver-
binder-Adapters (25) driickt, wobei die gegeniiber-
liegende Anlagekante (6) des Steckbereiches (2) ge-
gen einen Anlagebereich (16) zum Anschlag kommt.

15
Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorste-
henden Ansprtiche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Andruckfeder (20) als separates Element
innerhalb des Steckschlitzes (12) des Leiterplatten- 20
Steckverbinders (10) angeordnet ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet,

dass die Andruckfeder (20) als angeformtes Ele- 25
ment innerhalb des Steckschlitzes (12) des Leiter-
platten-Steckverbinders (10) angeordnet ist.
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